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Prawidlowe wdrozenie plyt :Amigo TS wymaga zwrdcenia uwagi na kilka istotnych aspektéw. Ze wzgledu

na fakt, ze wszystkie plyty z warstwa ThermoFuse sg pltytami negatywowymi (promienioutwardzalnymi),

prawidtowe ich naswietlenie jest sprawa podstawowa dla poprawnosci dziatania.

Dokument ten opisuje podstawowe informacje o plycie oraz sposoby jej prawidtowej obrébki. Znajda tu

rowniez Panstwo informacje o $rodkach pomocniczych, ktére mozna wykorzystaé¢ przy drukowaniu z plyt

:Amigo.

Nazwa plyty

Zastosowanie
Technologia
Zasada dzialania
Czulo$é spektralna
Budowa warstwy
Kolor warstwy
Rodzaj podtoza

Zaktady produkcyjne
Grubosci

Rozmiary

Papier przekladkowy

Opakowanie

:Amigo TS

arkuszowe drukarnie akcydensowe i dzielowe
ThermoFuse

plyta negatywowa

laser podczerwony (830 nm)

powloka jednowarstwowa

niebieski

aluminium elektrochemicznie ziarnowane i utleniane

Wiesbaden — Leeds/Pont-a-Marq
0,15 mm; 0,20 mm; 0,24 mm; 0,30 mm; 0,40 mm
do maksymalnej szerokosci roli aluminium

37 g/m” (standardowy papier przekladkowy)

zapewniajace stata wilgotnos$¢, w kopertach i opakowaniach zbiorczych
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Czulo$é spektralna
Zapotrzebowanie na energie
Wstepne wygrzewanie
Warunki naswietlania

Naswietlarki

Roztwor czyszczacy
Sekcja ptuczaca
Roztwor zabezpieczajacy

Wywolywarka

Czas czyszczenia
Temperatura czyszczenia
Nacisk szczotki

Predkos$¢ obrotow szczotki
Regeneracja

Regeneracja antyoksydacyjna
Regenerator

Zywotno$é roztworu
czyszczacego

Zywotno$é wody ptuczacej

Zywotno$é roztworu
zabezpieczajacego

laser podczerwony (830 nm)
180 mJ/cm®

nie

state parametry dla kazdego modelu naswietlarki

wiekszo$¢ naswietlarek termicznych

Agfa Amigo Clean-Out Solution

odptyw do kanalizacji lub system oszczedzania wody

roztwér gumujacy: RC795 lub Unifin

dowolna wywolywarka zanurzeniowa, preferowane urzadzenia

z wbudowang szczotka w sekcji wywotujacej

17 sek.
22°C
minimalny
standard

30-50 ml/m*

30-50 ml/h (zaleznie od parowania w danym modelu wywolywarki)

Agfa Amigo Clean-Out Solution

50 m*/litr lub 6 tygodni (w zaleznosci co nastgpi wezesniej)

Wymienié¢ codziennie

Wymienié¢ co tydzien
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Piec przeplywowy
Piec stacjonarny

Roztwor zabezpieczajacy
do wypalania

Rastrowanie

Zakres tonalny

Skala tonalna

Reprodukcja kreskowa

Reprodukcja tekstu

Roztwory zwilzajace
Zmywacze

Naklad bez wypalania
Naklad po wypaleniu

Farby
UV/hybrydowe/metaliczne

Balans farba-woda

Przenoszenie farby

Transport i magazynowanie

Oswietlenie

Okres przydatnosci

temperatura 240°C przy szybkosci 0,9 m/min.
nie polecany

RC510 bez rozcienczania

AM: do 200 lpi*

XM: do 240 Ipi*

FM: nie zalecane, potencjalnie min. 25 um
:ABS 200: 2 — 98%

:Sublima 240 Ipi: 1 — 99%

Linearyzacja wymagana zaleznie od stosowanej naswietlarki.

linia 10 wm — pozytyw
linia 20 wm — negatyw

tekst 1 punktowy (pozytyw i negatyw)

plyta zgodna z wiekszo$cia produktéw
plyta zgodna z wiekszo$cia produktéw
200 000 odbitek*

ok. 400 000 odbitek*

nie zalecane

dobry
dobre

* zaleznie od stanu maszyny drukujacej

temperatura: < 25°C
wilgotno$¢ wzgledna: < 70% RH
dzienne do 16 godzin

24 miesiecy od daty produkcji
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Srodki do pielegnacji form
drukowych

Korektor ujemny
Korektor dodatni
Roztwory zwilzajace
Zmywacze

Srodek do czyszczenia
wywolywarek

Antura CtP Plate Cleaner

Cleangum

Reviva plate

Plate Etch Plus

korektory w sztyfcie: KP010, KP011, KP012

KC 091

Plyta zgodna z wiekszos$cia roztworéw zwilzajacych.

Plyta zgodna z wiekszo$cia zmywaczy.

mycie przed pierwszym uzyciem: Agfa CtP Procesor Cleaner

regularne mycie: plukanie ciepta woda
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Proces naswietlania cyfrowego w wiekszos$ci systeméw CtP wykorzystuje promieniowanie widzialne lub
promieniowanie podczerwone emitowane przez diody laserowe. W efekcie tworzy sie obraz utajony, co
oznacza, ze nie jest to obraz umozliwiajacy rozpoczecie drukowania. Obraz ten moze by¢ widoczny lub nie
na powierzchni plyty. Obrébka chemiczna powoduje utworzenie ostatecznego obrazu, ktéry przyjmujac
farbe umozliwi proces drukowania.

Jakkolwiek proces chemicznego wywotlywania plyty jest automatyczny i kontrolowany, to jest on ze swej
natury procesem analogowym. Efekt dziatania chemikaliéw zalezy od temperatury oraz stopnia ich
zuzycia, szybkos$ci przesuwu plyty przez wywolywarke, a takze dodatkowych proceséw takich jak
zabezpieczanie roztworem gumujgcym oraz wstepne i ostateczne wygrzewanie. Wywolywanie jest
procesem analogowym, a nie cyfrowym co powoduje, ze niezaleznie jak doktadnie bylby kontrolowany, to

utrzymuje sie w okreslonym zakresie tolerancji.

W konwencjonalnym procesie naswietlania, ciepto lub promieniowanie widzialne tworzy w warstwie obraz
utajony. Obraz ten moze, ale nie musi by¢ widoczny, jednak nie jest fizycznie trwaly. Proces chemiczny
jakim jest wywotywanie powoduje utrwalenie obrazu na powierzchni aluminium.

Obrazowanie w technologii ThermoFuse, w odréznieniu od procesu konwencjonalnego, nie zalezy od
wachan procesu analogowego wywolywania. Wykorzystanie wysokiej mocy dzisiejszych laseréw
powoduje, ze czasteczki z ktérych zbudowana jest warstwa ptyt ThermoFuse ulegaja stopieniu i trwale
wigza sie miedzy soba jak réwniez podtozem. Jest to jeden cyfrowy proces. Obraz taki nie wymaga
wywolywania chemicznego i jest gotowy zaraz po naswietleniu. Zaden nastepny proces nie wplywa na jego
zmiane. Obraz, ktéry zostal uformowany podczas naswietlania stanie sie elementem drukujacym. Innymi
stowy, ThermoFuse jest procesem catkowicie binarnym. To, co jedynie pozostalo po naswietleniu to
usuniecie niepotrzebnych czasteczek lateksu z miejsc nienaswietlonych. ThermoFuse wykorzystuje powloke
jednowarstwowg. Bezposrednio pod warstwa czasteczek lateksu znajduje sie standardowe podtoze

aluminiowe znane z wiekszosci plyt offsetowych produkowanych przez Agfa Graphics.
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Konstrukcja ptyty

Warstwa kopiowa plyt :Amigo jest niebieska. Jest to powtoka jednowarstwowa naniesiona na
wysokojakosciowe aluminium ziarnowane i elektrochemicznie utleniane. Jest to, to samo podloze
wykorzystywane w wiekszosci plyt produkowanych przez Agfa Graphics. Powtoka sktada sie

z mikroskopijnych kuleczek lateksu réwnomiernie zdyspergowanych w warstwie. Czasteczki te nie s
wrazliwe na dzialanie §wiatta, ale ulegaja stopieniu i potaczeniu dzigki dziataniu ciepta.
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tlenek aluminium

warstwa kopiowa (lateks)

Naswietlanie

Plyty :Amigo TS moga by¢ stosowane w standardowych naswietlarkach wyposazonych w zrédto
promieniowania podczerwonego 830nm. :Amigo TS jest plyta negatywowa co oznacza, ze naswietlajac
warstwe powodujemy jej utrwalenie na podtozu.

Podczas procesu na$wietlania, energia z lasera zmienia sie w ciepto powodujace stopienie czasteczek
lateksu. Czasteczki te Iacza sie silnie miedzy soba jak réwniez z podlozem aluminiowym. To jest podstawa
dziatania technologii ThermoFuse.

Tylko czasteczki z miejsc naswietlonych sg silnie zwiagzane, pozostale czasteczki lateksu sa nienaruszone

i tatwe do usuniecia.
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miejsca naswietlone

miejsca nienaswietlone

szczegbly obrazu — stopione czasteczki lateksu

Oczyszczanie

Po naswietleniu, obszary naswietlone staja sie delikatnie jasniejsze.

Plyta :Amigo TS jest przekazywana do wywolywarki, gdzie jest poddana dziataniu fagodnej substancji
alkalicznej zwanej Agfa Amigo Clean-Out Solution. Elementy nienaswietlone zostaja usuniete po
zanurzeniu w tym plynie i delikatnym wyszczotkowaniu. Elementy naswietlone sa $cisle zwiazane ze soba
i z podtozem, wiec nie sg usuwane podczas obrobki.

Po oczyszczeniu powierzchnia plyty jest sptukiwana, a nastepnie zabezpieczana roztworem gumujacym.

Schemat czyszczenia powierzchni plyty
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Narzedzia

Narzedzia podstawowe
Ponizej opisano narzedzia pomocne przy wdrazaniu plyt :Amigo.
® Skaner do plyt

pomiar pokrycia powierzchni na plycie

(np. Techkon SpectroPlate)

® Densytometr
pomiar gestosci optycznej i przyrostu punktéw na odbitce

(np. Techkon SpectroDens, XRite SpectroEye)

® Cyfrowy test kontrolny | i
APP400A_IQ Universal.tif = *
1-bit TIFF — 1 wyciag — 2400 dpi — 745x605 mm

&
J +
ol

standardowy test zawierajacy zrastrowane elementy

e
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Plyty powinny by¢ transportowane i przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze ponizej 25°C oraz

wilgotnosci wzglednej ponizej 70% RH.

Agfa sugeruje umieszczenie naswietlarki w pomieszczeniu, gdzie mozliwe bedzie utrzymanie stabilnej
temperatury na poziomie 23°C (+ 2°C) oraz wilgotnosci 50% RH (* 20%).

Jesli warunki przechowywania plyt znacznie r6znia sie od warunkéw panujacych w pomieszczeniu
naswietlarki, zalecane jest klimatyzowanie plyt przed otwarciem opakowania przez minimum 12 godzin.
Pozwoli to unikna¢ kondensacji wilgoci na opakowaniu i ptytach. Uzytkowanie plyt w innych warunkach
niz zalecane moze mie¢ wpltyw na prawidlowos$¢ pracy automatéw podajacych ptyty oraz skutecznosé

czyszczenia plyt po naswietleniu.

Po procesie naswietlania, utajony obraz utrzymuje sie stabilnie przez kolejne 16 godzin.

Po oczyszczeniu plyty, gotowa forma drukowa moze by¢ przechowywana przez wiele dni. Dzieje sie tak ze
wzgledu na fakt, ze obraz jest catkowicie uformowany i nie ma na niego wplywu o$wietlenie dzienne.
Zaleca sie, aby gotowe formy drukowe byly przechowywane z uwzglednieniem podstawowych zasad
prawidtowej obstugi: ztozone emulsja do siebie z uzyciem papieru przektadkowego, nie wystawiajac na

bezposrednie dzialanie promieni stonecznych, wilgoci, tlenu, kurzu itp.

Aby bezproblemowo pracowa¢é z plytami :Amigo TS nalezy wzia¢ pod uwage kilka aspektéw. Ze wzgledu
na to, ze plyta :Amigo jest plyta negatywows, istotne jest, aby byta ona prawidtowo naswietlona
zapewniajac wiasciwe uformowanie obrazu. Rdwniez stan techniczny stosowanej wywolywarki powinien
zapewnia¢ wlasciwe usuwanie niepotrzebnych elementéw warstwy z miejsc niedrukujacych

(nienaswietlonych).

Ze wzgledu na wyjatkowo szeroka tolerancje naswietlania, w przypadku wszystkich plyt wykorzystujacych
technologie ThermoFuse, nie sg konieczne specjalne testy umieszczane na naswietlanych ptytach.
Optymalna ekspozycja jest zapewniona poprzez ustawienie $ci$le okreslonych parametréw, wlasciwych dla

kazdej z naswietlarek.
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Tak jak to zostato przedstawione powyzej, gwarancja prawidtowego naswietlenia plyty jest ustawienie
z gory okreslonych parametréw zakladajacych, ze czuloéé plyty jest na poziomie 180 mJ/cm”. Parametry te
zostaly opracowane na podstawie doktadnych testéw przeprowadzonych podczas procesu

akredytacyjnego.

Podczas naswietlania, warstwa plyty :Amigo TS ulega stopieniu i utrwala sie na podtozu. W skrdcie, jesli
naswietlanie zostalo wykonane prawidtowo, to elementy drukujace nie powinny da¢ sie recznie usunac

z powierzchni aluminium. Metoda ta nie jest procedura naukows, a jedynie daje poglad na fakt utrwalenia
warstwy na podlozu. Technologia naswietlania, jako$¢ promienia laserowego, sita nacisku, uzyte ptyny

oraz $ciereczka moga mie¢ wplyw na to, czy warstwa zostanie naruszona czy nie.

Ta metoda nie moze by¢ stosowana jako wyznacznik prawidtowos$ci naswietlania. Tolerancja plyty jest na

tyle szeroka, ze pomiar nie daje jednoznacznej odpowiedzi co do poprawnosci procesu.

® Naswietl klin stopniowy z liniaturg 200 lpi rastrem konwencjonalnym przy ustawieniach dedykowanych
dla danego modelu naswietlarki.

Zmierz poszczegolne pola klina przy uzyciu skanera do plyt.

Uzyj czystej Sciereczki zwilzonej woda i przetrzyj klin 20 razy stosujac $redni nacisk kciuka.

Osusz powierzchnie.

Zmierz ponownie poszczegdlne pola klina.

Jesli wszystko zostato wykonane prawidlowo, zmiana w pokryciu procentowym nie powinna by¢ wieksza
niz 2 do 3%. Jak wspomniano powyzej, nie jest to metoda naukowa i nie daje ona pelnego obrazu stopnia
utrwalenia warstwy.

Jesli zmierzona réznica pokrycia bedzie znaczna np. 10% w tonach $rednich, mozna by¢ pewnym, ze plyta
jest niedoswietlona. Je$li natomiast pokrycie rastrowe zmieni sie nieznacznie np. 1% nie oznacza to, ze
forma drukowa wytrzyma zakladane 200 tys. odbitek. Wiele zewnetrznych czynnikéw zwiazanych

z maszyng drukujaca bedzie miato wplyw na osiggany naktad maksymalny.

Metoda ta zostala tu opisana przede wszystkich po to, aby uzmystowi¢ dlaczego nie nalezy jej stosowac.
Jest to metoda bardzo niedokladna. Znaczne zmiany ekspozycji nie sa w sposéb istotny odzwierciedlane

poprzez pomiar przyrostu punktéw na formie drukowe;j.
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Ponizszy wykres pokazuje to zjawisko i mozliwo$¢ popelnienia bledéw. Wyobrazmy sobie, ze kto§ moze
przyja¢ za poprawnag warto$¢ 55,6% na formie, co bedzie wydawato sie wartoscia poprawna dla plyty

o czutoéci 180 mJ/cm® na konkretnej naswietlarce. Przy doktadnosci dzisiejszych skaneréw do plyt
(typowo + 1%) plyta ta moze otrzyma¢ dawke energii na poziomie tylko 160 mJ/cm? (odczyt o 1%
mniejszy od 55,6%), co w rezultacie daje znaczne niedoswietlenie, a co za tym idzie zmniejszenie
maksymalnego nakladu. Z tego wynika, Ze nie jest to dobra metoda do wyznaczenia wlasciwej ekspozycji.
Z drugiej strony metoda ta moze da¢ odpowiedz, czy ptyta jest silnie nieo$wietlona (jesli pole 50% da
odczyt 50%), czy silnie przeswietlona (jesli pole 50% da odczyt 60%).

Prosze zwréci¢ uwage, ze rodzaj glowicy laserowej ma duzy wpltyw na odczyt pomiaréw, a ponizszy wykres

ma tylko znaczenie informacyjne.

Amigo TS
50% dot on plate - ABS 200 Ipi - No linearisation - Platesetter "x”

57 56,7

56
£ 55
g
8 5 53,7

53

52 T T

160 220
ml/em?
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Ze wzgledu na to, ze plyta :Amigo TS jest ptyta negatywowa, bedzie ona wymagata linearyzacji. Podobnie
jak w przypadku innych ptyt, im wyzsza liniature bedziemy stosowa¢, tym wymagana bedzie wigksza

kompensacja.

Amigo TS - Dot gain
Measured on plate - Platesetter "x"

20
A
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14 / \
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10 / X \ ABS 200
; VAN e sueme
6 / /‘/’ \\ —eFM21

Dot gain on plate (%)

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 o0 70 B0 90 95 96 97 S8 99 100
Mominal dot size (%)

® Naswietli¢ niekalibrowany klin stopniowy z uzyciem liniatury stosowanej na co dzien. Mozna
zastosowaé standardowy test APP400A_IQ Universal.tif. Ustawienia ekspozycji powinny by¢ wiasciwe
dla danego modelu naswietlarki. Wywotywarka oraz roztwér czyszczacy powinien by¢ w dobrym
stanie.

Zmierzy¢ pola klina dla wybranej liniatury.

Utworzy¢ krzywa linearyzacyjna na podstawie otrzymanych wynikéw pomiaru.

Naswietli¢ ponownie klin po zastosowaniu powyzszej krzywej linearyzacyjnej.

Zweryfikowaé pomiar po linearyzacji (pole 50% powinno dawa¢ odczyt 50%)

Po wykonaniu linearyzacji mozliwe jest uzycie krzywej linearyzacyjnej w potaczeniu z krzywa kalibracyjna.
W wiekszosci przypadkow wartosci oczekiwane na odbitkach sg opisane w normach ISO np. ISO 12647-2.
® Naswietli¢ zlinearyzowany klin stopniowy w stosowanej liniaturze.
® Wykona¢ drukowanie testowe przy uzyciu optymalnych wartosci nadawania farby (zgodnie

z zaleceniami normy ISO 12647-2).
® Wykona¢ pomiar pél klina na wydrukowanym arkuszu.

® Utworzy¢ krzywa kalibracyjna na podstawie otrzymanych wynikéw pomiaru.
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Plyty :Amigo TS moga by¢ oczyszczane w wigkszosci standardowych wywotywarek do ptyt.
Z doswiadczenia wynika, ze najlepsze efekty mozna uzyska¢ stosujac wywolywarki zanurzeniowe

z gltebokim tankiem lub wywotywarki wyposazone w szczotke w sekcji wywotujace;j.

Aby utatwié prace z wywolywarka zaleca sie wyposazenie w nastepujace srodki i narzedzia:

® ciepta woda

® czysta Sciereczka

® nowy wklad filtrujacy

® Agfa CtP Procesor Cleaner — $rodek do czyszczenia wywotywarek

® gumowe rekawiczki i okulary ochronne (ze wzgledu bezpieczenistwa pracy)

Jesli roztwor czyszezacy :Amigo Clean-Out Solution bedzie zanieczyszczony innymi srodkami
chemicznymi, moze to spowodowaé zbyt agresywne jego dziatanie. Ze wzgledu na to, ze czystos¢
wywolywarki jest bardzo istotna, to przygotowanie jej do pracy z plytami :Amigo TS powinno by¢
przeprowadzone bardzo starannie.

Jesli wywotywarka jest bardzo zabrudzona i dtugo pracowata z innymi $rodkami chemicznymi, to zalecane

jest przeprowadzenie czyszczenia dzien wezesniej, przed wdrozeniem nowej plyty.

Procedura mycia wywolywarki przed pierwszym uzyciem z plyta :Amigo TS
® Wylacz wywolywarke.

Opréznij wszystkie tanki.

Odtacz pojemniki wykorzystywane na roztwory regenerujace.

Wyjmij wkiad filtrujacy z obudowy i zamknij obudowe bez wktadania nowego wktadu.

Wyjmij wszystkie elementy wywotywarki, ktére maja kontakt z roztworem i ptyta. Umies¢ je w kuwecie
i doktadnie umyj wszystkie czesci przy uzyciu cieptej wody i gabki.

Sprawdz drozno$¢ dysz natryskowych.

Napehnij czesciowo tanki wywotywarki ciepta woda i umyj je recznie, nastepnie opréznij tanki.

Zamontuj z powrotem wszystkie umyte czesci i napelnij tank roztworem :Amigo Clean-Out Solution.

Podlacz pojemnik z roztworem :Amigo Clean-Out Solution do przewodow regeneracyjnych, a przewody
sekcji gumujacej podiacz do pojemnika z woda.

® Wlacz wywolywarke i ustaw temperature na 30°C.

® Wiacz kilkukrotnie reczng regeneracje aby upewni¢ sie, ze stara chemia zostata usunieta z przewodow.

® Pozostaw wywolywarke wlaczona na okoto 1 godzine. Jesli to mozliwe pozostaw jg tak przez cala noc.
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Sprawdz nacisk watkéw transportowych i szczotek. Szczegdlnie istotny jest nacisk szczotki w sekcji
wywolujacej oraz watkéw odciskajacych. Jesli docisk ostatnich watkéw jest zbyt maly, to zbyt duzo
roztworu :Amigo Clean-Out Solution bedzie przedostawato sie do sekeji ptukania. Moze to spowodowa¢é

uszkodzenie obrazu w wyniku zbyt wysokiego odczynu pH wody ptuczace;j.

® Po godzinie (lub nastepnego dnia) opréznij wszystkie tanki wywolywarki.

® Jesli beda widoczne jakie$ zanieczyszczenia na watkach i we wnetrzu tankéw, to nalezy sptukaé je

doktadnie ciepta woda.

® Zainstaluj nowe wklady filtrujace.

® Podlacz pojemnik z roztworem :Amigo Clean-Out Solution do przewoddw regeneracyjnych

® Napehnij tank wywotywarki swiezym roztworem :Amigo Clean-Out Solution. Upewnij sie, ze waltki

wejsciowe sa suche (nie maja kontaktu z roztworem).

Napehnij sekcje ptukania swieza woda.

Napehij sekcje gumujaca $wiezym roztworem gumujacym.

Wiacz wywolywarke.

Wprowadz odpowiednie parametry obrébki zaczynajac od temperatury (patrz ,,Ustawienia

wywotywarki”).

® Sprawdz czy przeplyw roztworu gumujacego nie jest zbyt staby lub zbyt mocny.

® Po osiggnieciu wlasciwej temperatury sprawdz czas przejscia plyty przez wywolywarke (patrz ,,Szybko$é

obrébki”).

® Po sprawdzeniu wszystkich elementéw, zamknij pokrywy wywotywarki.

® Zresretuj wymagane funkcje wywotywarki (np. licznik plyt).

Temperatura wywolywania: 22°C.

Czas obrobki: 17 sekund od zanurzenia do wynurzenia.

Regeneracja dla uzupelnienia poziomu: 30-50 ml/m?.

Regeneracja antyoksydacyjna: 30-50 ml/h.

Te warto$ci moga by¢ wyzsze dla wywotywarek o duzym stopniu parowania lub wysoko zamocowanych
pokrywach.

Typowa przewodno$¢ od 35 do 40 mS/cm.

Parametr ten nie daje dokladnej informacji o stanie roztworu.

® Odczyn pH okoto 12,8.

® Zaleca sie uzycie szczotek w sekcji wywotujacej.

Jesli w sekeji sa 2 szczotki, to druga moze zostaé usunieta.
Nacisk szczotki powinien by¢ minimalny.

Nacisk musi by¢ identyczny na catej szerokosci szczotki.

® Predkos¢ obrotowa szczotki powinna by¢ zblizona do predkosci przesuwu plyty.

® Kierunek obrotéw szczotki powinien by¢ zgodny z kierunkiem przesuwu plyty.
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Zaleca sie wykonanie pierwszej wymiany roztworu po 1 tygodniu uzytkowania. Pozwala to na unikniecie

zanieczyszczenia dotychczas uzytkowana chemig, ktéra mogta uwalniaé sie z poréw watkéw gumowych.

Po skonfigurowaniu wywolywarki zaleca sie sprawdzenie zaréwno wydajnosci czyszczenia plyt jak

i agresywnosci roztworow.

® (Czyszczenie
Przepus¢ nowa, wyjetg z opakowania (nienaswietlong) plyte przez wywotywarke. Po opuszczeniu
wywolywarki umie$¢ krople swiezego roztworu :Amigo Clean-Out Solution (prosto z pojemnika)
i pozostaw ja na 60 sekund. Po tym czasie usuni krople czystym wacikiem. Prawidlowy proces obrébki
nie powinien wykaza¢ wyraznej réznicy w barwie powierzchni pltyty w miejscu dziatania kropli
roztworu, a pozostalg powierzchnia.

® Agresywnos¢
Przepus¢ prawidtowo naswietlong ptyte przez wywolywarke. Zmierz zrastrowane pole (np. 50%).
Przepusé¢ ponownie te sama plyte przez wywotlywarke i zmierz to pole jeszcze raz.
Jesli parametry zostaly prawidtowo ustawione, to obraz na ptycie nie powinien by¢ naruszony. Jesli
zauwazyte$ zmiane, to sprawdz najpierw parametry naswietlania, a w kolejnym kroku dopiero

parametry obrébki w wywotywarce.

Trudne jest okreslenie doktadnego czasu zywotnosci roztworu czyszczacego. Nawet przy ustawieniu
zalecanych parametréw obrébki, znaczenie majg rézne dodatkowe parametry specyficzne dla konkretnej
sytuacji takie jak: pojemnos¢ tanku wywolywacza, ilo$¢ obrabianych plyt itp. W typowych warunkach
zZywotnos¢ roztworu powinna pozwoli¢ na obrébke okoto 50 m? z kazdego litra pojemnosci tanku
wywolywarki. Dla przyktadu:
® Agfa Elantrix 150 HX

Pojemnos$¢ tanku wywotywacza: 95 litréw

Oczekiwana zywotno$¢ okoto 4750 m? (95 * 50 = 4750)

(przy regeneracji uzupelniania poziomu 30-50 ml/m” oraz regeneracji antyoksydacyjnej 30-50 ml/h)

Zuzycie roztworu czyszczacego objawia sie faktem, ze elementy nienaswietlone nie sg prawidtowo

i catkowicie usuwane. Jest to widoczne jako lekkie niebieskawe zanieczyszczenie warstwy tlenku
aluminium. Niewielkie zanieczyszczenie nie powoduje probleméw w drukowaniu takich jak tonowanie.
Wysoki poziom zanieczyszczenia moze powodowaé problemy.

Nie ma jasnego wyznacznika jaki poziom zanieczyszczenia miejsc niedrukujacych bedzie powodowat
problem. Zalezy to od wielu czynnikéw takich jak rodzaj stosowanych farb, roztworéw zwilzajacych,
stosowania dodatku alkoholu itp.

Najprostsza metoda oceny zanieczyszczenia powierzchni tlenku aluminium jest:

® Przepu$¢ nienaswietlong plyte przez wywolywarke.
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Umies¢ krople $wiezego roztworu :Amigo Clean-Out Solution na powierzchni tlenku aluminium.
Pozostaw krople przez 60 sekund.
Usun krople przy uzyciu czystego wacika.

Sprawdz wizualng réznice barwy podtoza w miejscu natozenia kropli oraz pozostatej powierzchni ptyty.

Roznica barwy obu powierzchni powinna by¢ jedynie minimalna.

Do wykonania testu nie mozna stosowac takich substancji jak alkohol, aceton itp.

Roztwor :Amigo Clean-Out Solution nie powoduje powstawania osadéw. Roztwr staje sie ciemnoniebieski
po kilku dniach uzytkowania, jednak wnetrze wywotywarki nie bedzie zanieczyszczane trwalymi osadami.
Stosowane filtry beda zabarwione, jednak nie beda zanieczyszczone osadami nawet po obrébce kilkuset

metréw kwadratowych plyt.

® Hartowanie termiczne (wypalanie)
Zalecanym roztworem jest RC510. Srodek ten nalezy stosowa¢ bez dodatkowego rozcienczania. Po
wypalaniu, forme drukowa nalezy sptukaé¢ woda i zabezpieczy¢ roztworem RC795 lub RC795-A.

® Bez hartowania termicznego
Zalecanym roztworem jest RC795. W celu unikniecia problemoéw z uszkodzeniem powierzchni formy,
$rodek ten nalezy stosowa¢ bez dodatkowego rozcienczania.
W przypadku rozcienczania nie nalezy przekracza¢ proporcji 1:1 z woda. Nalezy jednak bra¢ pod uwage

mozliwo$¢ powstawania zarysowan i $ladéw palcéw na powierzchni formy drukowe;j.

W oparciu o doswiadczenia z klopotami przy ponownym starcie drukowania (przyjmowanie farby
w miejscach niedrukujacych po krétkim przestoju maszyny), Agfa opracowata roztwér RC795-A.
Roztwdr ten nalezy stosowaé w przypadku pojawienia sie problemoéw ze startem drukowania po

przestojach. Roztwér RC795-A jest gotowy do uzycia i nie nalezy go rozcieficzaé.

Mycie wywolywarki pracujacej z roztworem :Amigo Clean-Out Solution jest niezwykle proste. Pétgodzinne
ptukanie tankéw z uzyciem cieplej wody jest wystarczajacym sposobem na dokladne oczyszczenie

urzadzenia. Agfa zaleca mycie wywolywarki przy kazdej wymianie roztworu :Amigo Clean-Out Solution.

Niektérzy uzytkownicy preferuja stosowanie specjalnych srodkéw do mycia wywolywarek. Srodki te sg
silnymi rozpuszczalnikami i rzeczywiscie doskonale usuwaja wszelkie zanieczyszczenia z wnetrza
wywolywarki. Niestety $rodki te dzialaja agresywnie na powierzchnie gumowe watkéw, szczotki itp. Agfa
zaleca uzycie takich srodkéw tylko w przypadku bardzo zanieczyszczonych wywotywarek pracujacych
dotychczas na innych rodzajach chemii.

Nie zaleca sie stosowania takich srodkéw jak Altec T236. Jesli uzytkownik chce zastosowaé silniejszy

$rodek myjacy to polecamy uzycie Agfa Processor Cleaner.
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Mimo szerokiego zakresu tolerancji obrébki, zalecane jest ustawienie predkosci wywotywarki na warto$é

17 sekund. Ten czas liczy sie od chwili zanurzenia plyty do przejscia przez zespo6t watkéw odciskajacych

nadmiar $rodka czyszczacego na wyjsciu z tanku wywotywacza.

Jesli w sekeji wywolujacej znajduje sie szczotka (co pomaga w zwiekszeniu tolerancji obrébki), to jej nacisk

powinien by¢ ustawiony na minimum.

Obrobka plyt :Amigo TS nie wymaga silnego nacisku szczotki. Ten dodatkowy delikatny proces

»Szczotkowania” poszerza jednak tolerancje obrébki plyty.

Wriasciwa konserwacja minimalizuje czas przestojow urzadzen oraz konieczno$¢ dorabiania form

w przypadku probleméw z drukowaniem. Ponizsza tabela pokazuje zalecana czestotliwo$¢ dziatan obstugi.

Czestotliwo$¢ Czynnosci

Codziennie °

Co tydzien .
Konserwacja °
[ ]

sprawdzi¢ ilo$¢ roztworu w pojemnikach regeneracyjnych
wymieni¢ wode w sekcji pluczacej

sprawdzi¢ ilo$¢ roztworu gumujacego w pojemniku

sprawdzi¢ cyrkulacje roztworu gumujacego

sprawdzi¢ réwnomierno$¢ naktadania roztworu gumujacego
sprawdzi¢ czy forma opuszcza wywolywarke catkowicie wysuszona

sprawdzi¢ czy forma jest prawidtowo oczyszczona
(czy nie pozostaja resztki warstwy w miejscach niedrukujacych)

wymieni¢ roztwdr gumujacy

po obrébce 50 m? plyt przypadajacych na kazdy litr pojemnosci
tanku wywolywacza, lub

po 6 tygodniach od ostatniej wymiany roztworu, w zalezno$ci co wystapi
wczesniej
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Substancja czyszczaca :Amigo Clean-Out Solution jest gotowym do uzycia $rodkiem przeznaczonym do
obrébki plyt :Amigo TS. Podstawowe parametry tego produktu sa nastepujace:

® pH okoto 12,8.

® Przewodno$¢ 39,5 mS/cm.

® Swiezy roztwor jest przezroczysty i staje sie niebieski po oczyszczeniu kilku m? plyt.

® Okres przydatnosci do uzycia: 36 miesiecy od daty produkcji.

Przed konfiguracja i weryfikacjg procesu wypalania nalezy upewni¢ sie, ze poprawnie ustawiono proces

naswietlania i czyszczenia i gumowania.

® Przed wypalaniem
Zalecanym $rodkiem jest roztwér RC510. Nalezy stosowa¢ go bez dodatkowego rozcienczania.
® Po wypaleniu
Forma powinna zosta¢ splukana woda i zabezpieczona roztworem RC795. Chociaz nie jest to typowy

srodek archiwizacyjny, to tak zabezpieczona forma drukowa moze by¢ przechowywana przez kilka dni.

Mozna stosowa¢ dowolny piec przeplywowy. Zalecane parametry konfiguracji pieca:
® Temperatura na powierzchni plyty: 240°C
® Predkos¢ przesuwu plyty: 0,9 m/min.
Plyta powinna by¢ wystawiona na dzialanie temperatury 240°C przez co najmniej 20 sekund.
Ze wzgledu na znaczng deformacje ptyt, nie zaleca sie stosowania piecéw stacjonarnych. Powyzsze reguly
dla piecéw przeplywowych mozna jednak zastosowaé¢ w piecach stacjonarnych. W praktyce oznacza to, ze

plyta powinna znajdowac¢ sie w takim piecu przez kilka minut.

Ze wzgledu na fakt, ze wyswietlacz pieca pokazuje temperature powietrza cyrkulujacego wewnatrz, a nie
temperature samej powierzchni plyty, zaleca sie stosowanie specjalnych testéw (np. TestoTherm). Dla plyt
:Amigo TS wtasciwe beda testy pozwalajace okresli¢ temperature w zakresie od 200°C do 260°C.

Po naswietleniu i wyczyszczeniu przykleja sie powyzszy test na spodzie formy drukowej, a nastepnie

wprowadza do pieca. Po opuszczeniu pieca mozna sprawdzi¢ rzeczywista temperature jakg osiagneta forma
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w trakcie procesu wypalania. Przy wiekszych formatach zaleca sie przyklejenie kilku testéw w réznych
miejscach formy.

W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé parametry wypalania.

Zwykle paski testowe maja krétki okres przydatnos$ci, wiec zawsze nalezy skontrolowa¢ czy nadaja sie do

uzycia.

Podczas procesu wypalania nastepuje wyrazna zmiana barwy warstwy z niebieskiej na granatowa. Nie jest
to jednak metoda oceny poprawnosci wypalenia. Zastosowanie temperatury w okolicy 180°C spowoduje
wyrazng zmiane barwy warstwy, jednak proces hartowania bedzie niewystarczajacy aby zwiekszy¢

wytrzymato$¢ formy drukowej.

Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych ptyt termoczutych, niektérzy uzytkownicy chca stosowac
metode korektora ujemnego dla oceny jakosci wypalania. Ze wzgledu na fakt, ze warstwa po wypaleniu
moze zosta¢ rowniez usunieta przy pomocy korektora, metoda ta nie moze by¢ zastosowana.

Prawidlowo wypalone plyty :Amigo TS moga by¢ korygowane przy uzyciu sztyftéw Agfa KP010, KPO11 lub
KPO12.
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Bezproblemowe uzytkowanie plyt :Amigo TS jest znacznie tatwiejsze dzieki dedykowanym $rodkom

pomocniczym i chemii dla drukarm rekomendowanych przez Agfa.

Plyty :Amigo TS mozna stosowa¢ wraz ze wszystkimi roztworami zwilzajacymi produkowanymi przez

Agfa.

® Prima FS303 SF offset arkuszowy (zaakceptowany przez FOGRA)

® Prima FS404 AS offset arkuszowy (zaakceptowany przez FOGRA, przy redukeji alkoholu)

® Prima FS605 offset arkuszowy

® Prima FS707 WEB offset zwojowy — heatset

® Prima FS808 AF offset arkuszowy (zaakceptowany przez FOGRA, druk bezalkoholowy)

® Prima FS909 AF WEB offset zwojowy — heatset (zaakceptowany przez FOGRA, druk bezalkoholowy)
® Antura Fount AFS1 offset arkuszowy (zaakceptowany przez FOGRA, druk bezalkoholowy)

Wiele srodkéw do pielegnacji form drukowych dostepnych na rynku moze uszkodzi¢ powierzchnie warstwy

kopiowej :Azura TS. Zalecamy stosowanie rekomendowanych $rodkéw:

® CtP Plate Cleaner mleczko ogdlnego stosowania

® (Cleangum mleczko na bazie gumy do krétkotrwatej archiwizacji

® Reviva Plate $rodek do usuwania lekkich zadrapan

® PlateEtch Plus $rodek zapobiegajacy oleofilizacji powierzchni tlenku aluminium

Reczne zabezpieczanie powierzchni form drukowych mozliwe jest przy uzyciu nastepujacych roztworéw

gumujacych:

® Stabigum RC73 $rednio- i dlugoterminowe przechowywanie

® Aragum RC71 dlugoterminowe przechowywanie

® (Cleangum mleczko i $rodek zabezpieczajacy do nanoszenia na maszynie drukujacej

Usuwanie niepotrzebnych elementéw warstwy mozliwe jest dzieki zastosowaniu korektoréw Agfa KP010,
KP011, KPO12.

Zmyj roztwér gumujacy z powierzchni formy.

Przed rozpoczeciem korekty forma musi by¢ sucha.

Nanie$ $rodek na powierzchnie warstwy kopiowej z uzyciem pisakéw KP010, KPO11 lub KP0O12.
Odczekaj okoto 20 sekund.

Zmyj zmiekczone elementy przy uzyciu gabki i wody.

Zabezpiecz powierzchnie formy roztworem gumujacym aby unikna¢ utlenienia.
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Aby doda¢ elementy drukujace mozna zastosowac korektor dodatni Agfa KC091.
® 7Zmyj roztwor gumujacy z powierzchni formy.

Przed rozpoczeciem korekty forma musi by¢ sucha.

Nanie$ srodek na powierzchnie aluminium z uzyciem pisaka KC091.

Odczekaj, az naniesiona warstwa catkowicie wyschnie.

Zabezpiecz powierzchnie formy roztworem gumujacym aby uniknaé utlenienia.

Ze wzgledu na lokalne przepisy prawne dotyczace ochrony $srodowiska oraz gospodarki odpadami
przemystowymi, wszelkie zuzyte $rodki chemiczne musza by¢ gromadzone i przekazywane do utylizacji

wyspecjalizowanym firmom.

Najlepsza metoda mycia wywotywarki jest uzycie cieptej wody.

W przypadku znacznego zanieczyszczenia wywolywarki mozna uzy¢ srodka Agfa CtP Processor Cleaner.

Karty charakterystyki sa dostepne na stronie:
http://www.agfa.com/poland/serviceandsupport/karty charakterystyk/index.jsp
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Model
Acento
Acento
Acento II
Acento II
Avalon LF
Avalon LF
Avalon LF

Avalon LF Azura
Avalon LF Azura

Avalon LF Azura

Avalon N8-10
Avalon N8-10
Avalon N8-12
Avalon N8-20
Avalon N8-20
Avalon N8-22
Avalon N8-50
Avalon N8-50
Avalon N8-50
Avalon N8-52
Avalon N8-52
Avalon N8-52
Avalon VLF
Avalon VLF
Avalon VLF
Avalon N16-50
Avalon N16-50
Avalon N16-50

Wersja

E

S

E

S

Universal E
Universal S
Universal XT
E

S

mmmmmmmmﬁ

[ea]
e

S

XT

Universal E
Universal S
Universal XT
E

S

XT

Wydajnosé
9
17
9
17
14
20
30
14
20
30
6
11
12
11
19
20
18
24
32
19
27
32

14
19
22

Obroty bebna
890
890
890
890

750
750
750
750
750
750
167
167
167
167
167
167

143
143
143

Moc lasera
100%
100%
100%
100%

CP
CP
CpP
CP
Ccp
CP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CP
CP
Ccp
100%
100%
100%
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Model

Topsetter 74
Suprasetter A52/A74
Suprasetter A52/A74
Suprasetter A52/A74
Suprasetter AS52/A74
Suprasetter 74
Suprasetter 74
Suprasetter 75
Suprasetter 75
Suprasetter 75
Suprasetter 75
Topsetter 102
Topsetter 102
Suprasetter A105
Suprasetter A105
Suprasetter 105
Suprasetter 105
Suprasetter 105
Suprasetter 105
Suprasetter 105
Suprasetter 105
Suprasetter 105
Suprasetter 105

Wersja

P

Gen. I

Gen. 11

Gen. lII-17
Gen. III - 22
S

H

21

27

33

38

P

PF

Gen. I

Gen. II

15
21
27
33
38

Wydajnosé
17
13
14
17
22
19
30
21
27
33
38
11
19

8
12
14
19
30
15
21
27
33
38

Obroty bebna
890
411
500
657
657
292
292
320
468
467
467
750
590
300
493
292
292
292
310
468
468
467
467

Moc lasera
100%
100 mW
122 mW
160 mW
160 mW
95 mW
95 mW
104 mW
152 mW
152 mW
152 mW
100%
100%
98 mW
160 mW
95 mW
95 mW
95 mW
101 mW
152 mW
152 mW
152 mW
152 mW
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Model Wersja
PT-R 4000

PT-R 4000 II

PT-R 4100

PT-R 4300

PT-R 6600 E

PT-R 6600 S

PT-R 8000 II
PT-R 8100
PT-R 8600
PT-R 8600
PT-R 8600
PT-R 8800
PT-R 8800
PT-R 8800
PT-R 16000 II
PT-R 16000 II
PT-R 16000 II

N »» M N » @M N »n ™

Wydajnosé

17

11

11
19
16
18
23
28
14
19
22

Obroty bebna

890
890
890
890
890
890
750
750
750
750
750
167
167
167
143
143
143

Moc lasera

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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